készllt aElektronikai gyartas és miiségbiztositas. targy ebadasainak diaibol

41. A minéséqlqgyi rendszerek kialakulasa, ISO 9000
rendszer jellemzése

1.Mik a teljeskorii mingséqgszabalyozas (=TOM) legfontosabb tulajdonsagai?

* A fogyaszto, vetr bevonasa a méiségszabalyozasi lancba

* A véllalaton beliili sszes tevékenység szigohiayazasa

* A véllalaton kivili tevékenységek (marketing, iszestb.) szabalyozasa.
* Beszéllitok ellefirzése

* Nemzetkdzi szirt szabalyozas (ISO 9000)

2.Sorolja fel az ISO 9000 rendszer altalanos jelleriit!

* 5 f6-és szamos értelmé&szabvanybadl all6 szabvanyrendszer
*Az élet minden teriletére kiterjed (ipar, gazdasaglgaltatas, oktatas, hadugy)
- Altalanos alapelveket tartalmaz, folyamatokraatinzik
» Megvaldsitott mitiséguligyi rendszer
—miiszaki, gazdasagi intézkedések
* Fontos feladata a bizalomkeltés
—a ceg vezetésében és alkalmazottaiban
—tanuasitason keresztlil a megreiben
* A minéségugyi rendszer kiépitése utan lékég van a tanusitasra

3.Hogy zajlik a tanusitasi folyamat?

 Tanusitasi kérelem benyujtasa

» Minéségugyi dokumentumok atvizsgaladsa

* Hibak korrigalasa

* Eléaudit (nem koteled

» Tanusito audit. Lehéségek
—nincs eltérés az ISO kdvetelményiKtitka)
—néhany kisebb eltérés. Korrigalas utan igazoknjéis
—sok kisebb, néhany sulyosabb eltérés. Korriggkshlaudit
—Sulyos eltérések - elutasitas (ritka)

e Tanusitvany atadasa

« Evenkénti elledrzés

* Belsy audit
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4 .Mi a belsy audit?

* A tanusitasi folyamat része

* A szervezet mifiségi rendszerének onvizsgalata

* El6re megtervezett tiszakonkeént zajlik

* Bels, fliggetlen auditor végzi

* Cél: a hianyossagok, gyenge pontok feltarasgayitd képesség’megteremtése
* Viszonylag rovid, 2 -3 napos felllvizsgalatotngél

42. Az ISO 9000 szerinti miiségbiztositas az
anyagbeszerzéshen, gyartasban és
gyvartmanyellenorzésben

1.Ismertesse az idegenaru ellénzés feladatait és lehetséges helyszineit!

* Idegenart mindazon termékek és szolgaltataso&lyaket nem a vallalatnal allitanak €pl.
anyagok, alkatrészek, félkész termékek, célgépeifiverek)
* Idegenaru ellefrzés - addig nem felhasznéalhatd, amig be nem basmdptt, hogy az &irt
mindségi kdvetelményeknek eleget nem tesz.
* Az idegenaru ellairzés feladatai:

—Vizsgélati terv - esetenként a beszallitéval kénds

—Vizsgalati eredmények egyértdlrdokumentalasa

—Véleményeltérés, vita, reklaméacidkezelése

—Roncsolasos vizsgalat esetén potlas
* Az idegenardu ellefrzés lehetséges helyszinei:

—Tranzit raktar

—Kdzvetleniil a felhasznéalas helyén

—A beszallito telephelyén

—Klss helyszineken
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2.Ismertesse a term@eszkdzok, mébeszkdzok és technoldgiai folyamatok ellénzését!

Termeléeszkdzok:

» Miiszaki paraméterek, gyartasi pontossag étlarse mintakon és probagyartassal
* Adott idészakonként karbantartas

* Meghibasodas esetén javitas, majd ismételt psagpproba

Mér 6eszk6zok:

» Megfeleb pontossagu eszkozok biztositasa

* Idészakos elleérzés, kalibralas

* Kalibral6 eszkdzok - hiteles m#@miiszerek - hatdésagi hitelesités - OMH
» Pontossagromlas esetén javitas, beszabalyozdlegeselejtezés

» Statisztikai modszerek a kiértékelésben

Technoldgiai folyamatok:

 Szigortan meghatarozott sorrend, zokkeantes kapcsoldédas

» Résztechnoldgiak fontosabb paramétereinek bésdlit

* A folyamat fizikai, kémiai, elektromos paraméiaek folyamatos mérése

3.Mik a gyartmanyellenérzés legfontosabb feladatai?

Altalanos feladatok:
» Termékazonositd&is sorozat, nagy eértékermék esetén): a teljes gyartasi vertikumban ropom
kovethebség (pl. vonalkad)
* Ellenérzétt és vizsgalt allapot jelzéseem keveredhetnek az elenttt és nem ellgizott
termékek. Tarolohely szinek:
—kék - ellerdrzés ettt allo termékhalmaz
—sarga - elledrzott, mirssége vitathatd
—z0ld - ellerzott, megfeled mingsédi
—piros - elledrzott, nem megfelélminésédi
* Nem megfeld termék kezelésegazdasagi elemzés utani dontés:
—javitas utan felhasznalhato
—kisebb pontossagot igéythelyen még felhasznélhato
—selejtezend
« Javitd, helyeshittevékenység
—a termelési folyamat minden pontjan
—a problémak feltarasa, elemzése, javitasa
—hibaok feltar6é csoport, hibajavitdé csoport
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45-46. AZ ELEKTRONIKAI HIBAANALITIKA
RONCSOLASOS ES RONCSOLASMENTES VIZSGALATI
MODSZEREI: OPTIKAI ES MATERIALOGRAFIAI
VIZSGALATOK, RONTGEN ES AKUSZTIKUS
MIKROSZKOPIA

1. Mit értiink hibadetektélas és mit hibaanalizis att? Milyen médszereket alkalmazunk a
hibaanalizis folyamat soran?

A hibadetektalascélja, hogy ne kertljon ki hibas termék a gyarthsb

Hibaanalitika : az a folyamat melynek célja a hibaok meghatamzZdEM hibadetektéalas, hanem
mélyebb vizsgalat. Adatok, informaciokigiese, elemzése, megfdéiddovetkeztetések levonasa,
melyek alapjan megé&té intézkedések vezetlidt be.

Modszerek:

* optikai mikroszkopia

» metallografiai vizsgalat

» Rontgenes szerkezetvizsgélat

* pasztaz6 akusztikus mikroszkdpia / elektronmikkopia

 egyéb topografia vizsgalatok

» anyagosszetétel meghatarozasi moédszerek: EPME, XRS, AES, SIMS, FT-IR

2. Ismertesse az optikai vizsqgalatok fajtait és agt legelterjedtebben alkalmazott optikai
mikroszkoép tipust!

» szemrevételezés (emberi szem, nagyitod)

» allapot dokumentalas (fénykége#p, mikroszkép + CCD kamera)
* optikai mikroszkopos vizsgélatok

* specialis optikai mikroszképok

Mikroszkopok: nagyitas mélységeélesség latotér meitpgitas
Sztered mikroszkop: 10x-100x mm mm kil
Fémmikroszkdp: 50x-1000x  0.1-0.01 mm 0.1 mm bels

3. Mire alkalmazhaték a materialografiai metszetekelektronikai gyartmanyok esetén? Mire
kell Ggyelni a metszetek készitésekor?

Belsi szerkezet reprezentativ megjelenitését¢nmekek és pszeudd struktarak nélkil):
« forrasztott kotés geometriaja: meniszkusz, zargkn

* rétegvastagsagok: bevonatok, forrasztas gatlyp eggéb polimer rétegek, furatfémezés
* intermetallikus rétegek és kivalasok mérete, lgrkedése

* tokozason bellli szerkezetek

4.0.



Ugyelni kell a csiszolas soran okozott deformaciamanyag keitésére -> megoldas, |épestes
csiszolas, ébb durvabb majd finomabb szemdséj
Metszet mibsége fligg még az alkalmazott nyomastol és fordadatdl is.

4. Ismertesse a Rontgenes szerkezetvizsgald bereréefelépitését, kodési elvét,
alkalmazasi terileteit!

A detektoron felléf eltéi6 intezitasu rongtensugarak érzékelésén alapulars apgy a kulonbdz
Osszetétél anyagokban mashogy ngdik el a rontgensugar.

RONTGENSUGARAS ATVILAGITAS

céltargy elektronsugar gerjesztés izz& katod
> e P
-“""‘—u.-.
— \\)T\ /
_-_._.h._‘_.f? e————]
III' , _  rénigensugdr
|'
vizsgalt minta ! h,
—] I : e
abszorbens kzeg ~— il '-H k‘k
s SN .
—L =) \
’.' i - _'l._ —_— eltérd intenzitasu
i | ——— rbntgensugar
detektor | o | ] L
] \ \

Alkalmazasi terlletek:
» BGA forrasztasok vizsgalata (rovidzar, szakadégrmalt bumpok)
* NYHL vizsgélata (vezétpalyak szakadasa, furatfémezés hibai)

5. Ismertesse a pasztaz6 akusztikus mikroszkopiikodési elvét, alkalmazasi terileteit, a
képalkotast befolyasol6 korlatozo tényesket!

Alkalmazasi teruletek: Rontgennel lathatatlan repedések, torések, zaokamgivalasok
roncsolasmentes kimutatasa, pl. DIA ATTACH delamié&imutatasa

Korlatozo tényezk:

« frekvencia — nagy frekvencias jelek esetén jélladntas, de nem hatol be mélyre a vizsgalé jel
* szOrédas — az éleken szorédik a hang, ezéreglatltargy szélein a kép
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Vizsgalat elve:

L= py
R
akusztikus / terjedési sebesség
impedancia
siriség
add/vevd — | 4] Z,

Kézeghatarokon visszaverddés:
ozeg hatarokrol . , . ,

isszavert hullamok vizsgalhatosag feltetele -

az akusztikus impedanciak

kilénbdzzenek

minta R _ Zz —Zi

athaladd — - vevo Z 2+Z 1
hullam

kiizeg: ioncserélt viz ey i
°d reflexids tényezd

- vizsgalt

KEPALKOTASI MODOK

A-scan: egy pont felett detektalt hullamforma

B-scan:
vonalmenti
Lmetszeti” kep -
az egyes
pontokban mért
hullamformakbal

C-scan: horizontalis ,sik” metszet - a
hullamformak egy adott idéablakban lévd
intenzitdsabodl az &sszes pontban alkotott
kép. Fizikailag nincsenek egy sikban!

6. Hasonlitsa 0ssze a rontgenes és az akusztikusrkezetvizsgalatokat a vizsgalhato
hibajelenségek szempontjabol!

 ANSAANINTRT T F 7 ]
-4 -

Rontgenes Abszorpcid kulonbségen alapul, e szerkezetvizsigéliaras soran a mintat atvilagitjuk.
Gyorsabb, mint az akusztikus modszer. Alacsonyedédy anyagok és 6sszetett struktarak
vizsgéalata korlatozzak a rontgensugaras vizsgaktadmazhatdsagat.

Akusztikus mikroszkop: Akusztikus impedancia kildnbségen alapuléo mérggiszer. Mélyseéqi

strukturak vizsgalatara alkalmas. PI. kiilon fokiltsat® az IC tok felszine és a belll ééshiptartd
és kivezet keret.

6.0.



47-48. SEM—PASZTAZO ELEKTRONMIKROSZKOPIA
EPMA — ELEKTRONSUGARAS MIKROANALIZIS
XRF — RONTGENFLUORESZCENS SPEKTROSZKOPIA

1. Ismertesse a pasztazo elektronmikroszkop felépaét, niikodési elvét!

Egy elektronagyuaval vékony elektronnyalabot allkeit. Ezzel pasztazzuk (elt&itekercsek
segitségével) a minta felszinét. A valaszként kijéfek intenzitasaval modulaljuk egy szinkronban
pasztazé katodsugatckepét.

elektron agyu —=_7J

erfsité 1

a8

. & T
kondenzor lencsék e |

| 4B altérits
tekercs

i\
6 tekercssk 8 [\ Bl pasztaze |

objektiv lencse — A

minta

2. Hogyan keletkeznek a szekunder és a visszaszélgktronok és milyen informaciot
hordoznak a mintardl pasztazo elektronmikroszkopowizsgalat esetén?

A szekunder elektronokrugalmatlan szorédas eredményei. A primer nyagpbedektronja kidti a
helyé6l a minta egy atomjanak valamely kdilslektronjat. Bar a teljes kdlcsdnhatési térfogatba
létrejohetnek, csak a legfélsetegekl tudnak kilépni, alacsony energiajuk miatt -> csalels
néhany 10nm-es rétegmhordoznak informaciot (finom fellleti strukturakegjelenitése)
Visszaszort elektronok A primer elektronok rugalmasan visszapattannakrda atomjairél ->
rendszam jellentk. Maximum 20% energiaveszteség adodik. A teljdsddnhatési térfogatban
létrejohetnek, és nagyobb energiajuk réven a mblyétegekbl is ki tudnak jonni.
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3. Mit értiink a kolcsdnhatasi és az informacids tédogaton pasztazo elektronmikroszképos
vizsgalatok esetén? Midl és hogyan fligg az informacios térfogat?

Kdlcsdnhatéasi térfogat Az a tér rész ahova a primér elektronok behakplmé@gul lelassulnak és
elnyebdnek.

Az informacios térfogaton azt értjuk ahol a valaszjelek detektalhatok (srelkeun elektronok,
visszaszor elektronok és a karakterisztikus sugarza

Az informécids térfogat fligg a gyorsito feszulté&g primer nyaldb atméjétél (nyaldbaram), a
fellleti bevonattdl és az atom rendszamatol.

A nagyobb gyorsito fesziltség fényesebb képet etaglar, de a felbontas rosszabb lesz. Ha
ugyanolyan raszter mellett megnévekszik az inforggaterfogat, akkor az egyes pontok
informécios térfogatai atlapolnak, igy a kép rasdlzontasu lesz.

SO

penetration
depth
Low Z. High 7. -
Low E Low E
Z = rendszam
E = primer nyalab
energiaja
(~Gyorsitofesziiltség:
E =qU)

4. Hogyan keletkezhet karakterisztikus rontgensug&as? Milyen informaciot hordoz a
mintarol?

Karakterisztikus sugarzasroél akkor beszéllink, hangzgiaatalakulas atomok gerjesztésével
torténik. llyenkor a bombazé elektronok kilokik aayag atomjainak elektronjaitkilonbos stabil
palyakrol és amint valamelyik kidslektron lejjebb ugrikhogy betéltse az Ures helyet, energiat
sugaroz ki elektroméagneses hullam formajatjarréntgenfrekvenciak eléréséhez bghglyak
kilrulése szukséges, mert ezeknek olyan alacsoepegiaszintje, hogy az ide val6 elektronugras
képes elegeridenergiat felszabaditani.)
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A médszer alkalmas a nehéz elemek kvalitativ égtitativ meghatarozdsara. Kimutathatdk a
mitermékek (azok az anyagok, amit latszélag mértakiadibjaban nincs benne, vagy nem olyan
szazalékban, az anyagban)

Adott vizsgalat felbontoképessége attdl fiigg, mekkérfogatbol szarmaznak a detektalhato jelek.
Nagy energiajdnak koszonlieh a karakterisztikus rontgen-sugarzas egészenrétélyekbl is
detektalhato.

5. Hasonlitsa 6ssze az elektronsugaras mikroanabtziés a rontgenfluoreszcens
spektroszkopiat gerjesztés, valaszjel valamint a miardél nyerheté informacidé szempontjabol!

XREF: réntgen fluoreszcens spektroszképia

* nem kell vakuum

* a gerjesztett és a detektalt sugarzas is ronigans

* nincs féke#dési sugar -> kisebb koncentracioju anyag is déatieato
« nem fokuszalhaté -> rosszabb felbontas

EPMA: elektronsugaras mikroanalizis
» vakuumteér sziikséges
* a gerjes4t jelek: elektronsugarak; a detektalt pedig rontggaszas

EPMA

SEM-EDS XRF-EDS
lateralis felbontas ~um | ~10um - ~mm
behatolasi mélyseg ~um | O0.imm-~mm
detektalhato elemek Z=4 Z=8
abszolut detektalasi hatar 10-4g 10-5g
relativ detektalasi hatar 0,01% 0,0001%
relativ pontossag % 3 0,2
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51. Forrasztott kotések mirdsitése

1.Sorolja fel a legfontosabb forrasztasi vizsgalatat!

* Forraszthatosagi, nedvesitési vizsgalatok
* Forrasztott kotések formai ndisitése:
— Optikai (AOI, mikroszkop), szemrevételezésesgatatok
— Rontgenes (BGA)
* Elektrokémiai (migracios) vizsgalatok
* Elektromos vizsgélatok (&tmeneti-, szigetelégirélllas, &ramterhelRitég, impedanciék)
* Mechanikai vizsgalatok szerelt lemezeken (lei@és, kiszakitasi érstb.)
» Anyagszerkezeti vizsgélatok csiszolatokon

2.Sorolja fel a forrasztott kotések tipikus hibait!

* Lyukak, behorpadasok a forraszban

* Forraszpaszta nem megfélehegolvadasa
* Nem megfeldl nedvesités

* Tul sok forrasz, hidkepeés

* Szétfroccsent forrasz

* TOrott forrasz

* Forrasz tiskék

3.Soroljon fel néhany, a furatszerelt alkatrészekdrrasztasanal alkalmazott vizsgalati
szempontot!

* Nedvesités

* Forraszfelllet fedés

* Szigetelt vezeték forrasztasa

* Forraszfedettség: 270° (1,2 osztaly) , 330° @alg)
* Forraszterulés

* Forrasz felfutas az alkatrész labakon

* Furatgalvanizalas

4 .Soroljon fel néhany, a két-és tobb kivezetésedifletszerelt alkatrészek forrasztasanal
alkalmazott vizsgalati szempontot!

» Maximalis oldaliranyt vagy tengelyiranyu elcsisza

* Aktiv forrasztasi felllet szélessége

» Maximalis illetve minimalis forrasz felfutasi magsag

* Forrasztasi felllet és alkatrész kivezetés f@&meainimalis atfedése
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